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**

PWB DRILL

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1 701-1020

     3.全部的孔都做貫孔
孔徑如下表所示
本圖是由正面所看到的情形

    2.
1.註



**

PWB MARK

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1 701-1020

註1.本圖是由A面所看到的情形 .
    2.文字印刷的誤差以線路為基
        準在±0.3mm以下. 
    3.孔內不可以有油墨侵入 .
                



**

PWB SOLDER SCREEN A SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1

       面須做防焊層處理

0.1
防焊層的誤差以線路為基

       ( )焊層處理 為綠漆
本圖塗黑區域以外須做防

       

2.
       準在

3.    

    
± 以下mm

PWB( 903-2022 ) A  的1.註 在

701-1020



**

PWB PATTERN B SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1

本圖是由背面所看到的情形註1.

銅箔為鍍金   2.

701-1020



**

PWB PATTERN A SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1 701-1020

本圖是由正面所看到的情形
銅箔為鍍金   2.
註1.



**

PWB SOLDER SCREEN B SIDE

M3306-PCB

I-HSIUNG
030430

1:1

       

在

       準在
本圖塗黑區域以外須做防

       ( )焊層處理 為綠漆

防焊層的誤差以線路為基
       面須做防焊層處理

    3.

    2.

註1. PWB( 903-2022 ) B的

以下mm± 0.1 .

.

701-1020


